Technicky list 1

Pajeci gel NC 559 TF
Klasifikace J-STD004: ROLO Klasif ikace ISO 9454:1.1.3C

» vhodny pro pajeni s olovem i bez olova
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NC 559-TF je vysoce visk6zni bezoplachové tavidlo, které je uréeno k pajeni a opravam PCB, ke kulickovani
konektor( BGA a k dalSim mont&znim operacim, jako je pajeni sestav systémem Flip Chip.

Produkt je kompatibilni s velkou Skalou povrch( desek.

P4jeci gel muze byt nanaSen dispenzerem, sitotiskem nebo Sablonou.

Zanechava minimum zbytkd, které nereaguji korozivné.

Fyzikalni vlastnosti

Parametr
Specifické pouZziti: oprava, pajeni BGA, pajeni systémem Flip Chip
Typ péjeni: olovnaté/bezolovnaté
ZpUsob aplikace: dispenzer, sitotisk, Sablona
Barva: bézova
Skupenstvi pfi 20°C: gel
Obsah pryskyfice: ANO
Obsah halogenidu: NE
Klasifikace ISO 9454: 1.1.3.C
Klasifikace ANSI J-STD-004 ROLO

Aplikace

Pajeci gel miZze byt aplikovan dispenzerem, na Sabloné nebo sitotiskem. Konzistence gelu umozfiuje pfesné
umisténi.

Profil A byl navrzen tak, aby slouzil jako vychozi bod pro optimalizaci procesu pfi pouziti pasty NC-559-AS.
Zvolena rychlost (-) 2-4 ° C / sekundu je idealni pro vytvofeni jemné struktury zrn, aniz by se riskovalo
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Technicky list 2 INSE

poskozeni tepelné citlivych komponent. Tento profil se doporu€uje pfi pajeni pajeci pastou obsahujici Sn63
nebo Sn62.
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Profil B byl navrzen tak, aby slouzil jako vychozi bod pro optimalizaci procesu pfi pouziti pasty NC-559-AS.
Zvolend rychlost (-) 2-4 ° C / sekundu je idedlni pro vytvofeni jemné struktury zrn, aniz by se riskovalo
poskozeni tepelné citlivych komponent. Tento profil se doporucuje pfi pajeni pajeci pastou obsahujici
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 nebo Sn96,5Ag3,5.

Profile-B for Sn%26.5/Ag3.0/Cu.5 and 5n96.5/Ag3.5 alloys

Temp. {°C)

Cisténi

Péjeci gel NC 559-TF je kalafunové nizko aktivované tavidlo, jehoz zbytky nemusi byt ¢istény.

Pokud speciélni operace vyzaduji €iSténi, je mozno pouzit standardni Cistici postupy. Ruéni ¢isténi maze byt
provedeno pouzitim 99% isopropylalkoholu (IPA).

Aktualizovan dne: 25.11. 2015 Vytvoril: Ing. Jitka Stépankova
ABE.TEC, s.r.o., €.p. 43, 530 02 Ostresany
www.abetec.cz, e-mail: abetec@abetec.cz

2/3



Technicky list

Bezpe €nostni opat Feni p¥i manipulaci

P4jeci gel je klasifikovan jako nebezpecny. Je zdravi Skodlivy pfi poziti, miZze vyvolat alergickou kozni reakci a
podrazdéni dychacich cest. Zplsobuje podrazdéni oci.
Bezpecnost prace je popsana v samostatném bezpecnostnim listé.

Skladovani

Péjeci gel by mél byt skladovan pfi pokojové teploté (20 az 25 ° C) pro zajisténi trvanlivosti 12 mésicu.
Stfikacky/kartuSe by mély byt ulozeny vertikalné davkovaci Spickou dold.

Pfed otevienim je nutné nadoby ponechat pfi pokojové teploté alespon 4 - 8 hodin, aby nedoslo ke kondenzaci
vlhkosti na povrchu pajeciho gelu.

Pajeci gel nesmi zmrznout !!!

Baleni

kartu$ - objem 10 ml a 30 ml

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o. Vyrobce: AMTECH solder

Technicky list slouzi pouze pro informacni Ucely. Nezbavuje zakaznika z odpovédnosti ovérit si, zda jsou produkty vhodné
pro pouziti v daném zamysleném procesu nebo pro dany ucel.
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